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(57) Abstract

The invention concemns a method for making an electronic device with chip and/or antenna, such as a contactless chip card or hybrid
integrated circuit or label, said electronic device comprising at least a surface sheet with an apparent external face (18, 18°), and at least an
interface comprising an antenna (14, 28), said method comprising the following step which consists in producing the antenna on one face

of the surface sheet, opposite the apparent external face, by screen printing with an electrically conductive ink. The invention also concemns
the resulting electronic device.
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(57) Abrégé

La présente invention concerne un procédé pour la fabrication d'un dispositif électronique & puce et/ou & antenne, tel qu’une carte a
puce sans contact ou hybride ou étiquette, ledit dispositif €lectronique comportant au moins une feuille de décoration ayant une face externe
apparente (18, 18’), et au moins une interface comportant une antenne (14, 28), ledit procédé comportant 1'étape suivante selon laquelle
on réalise 1’antenne sur une face de la feuille de décoration, opposée 2 la face externe apparente, par sérigraphic d’une encre conductrice.
L’invention concerme également le dispositif électronique obtenu.
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Procede pour la fabrication d'un dispositif électronique a

puce et/ou a antenne et dispositif obtenu par le procédé.

La presente invention concerne un procédé pour la
fabrication d'un dispositif électronique a puce et/ou a antenne,
tel qu'une carte a puce sans contact ou hybride ou étiquette,
ledit dispositif electronique comportant au moins une feuille de
décoration ayant une face externe apparente et au moins une
interface comportant une antenne.

Les cartes a puce comprennent généralement une puce
ou un module a puce qui compris au moins partiellement dans
un substrat isolant. par exemple une couche de matiére
thermoplastique et qui est relie a une antenne plane
constituant une interface et deux feuilles externes de
décoration en matiere thermoplastique disposées chacune sur
une face de la carte a puce et qui peuvent présenter des
inscriptions ou des logos. Le cas échéant, un film de
protection (overlay) tel qu’'un vernis recouvre les feuilles

externes.

Actuellement, les antennes utilisées pour les cartes sans
contact sont de types.

Les antennes sont reéalisées sur une feuille support
specifique intermediaire par gravure de cuivre selon |la
technique des circuits imprimés. Elle est ensuite insérée entre
une feuille 'externe de protection et la puce ou module. La
carte a puce est generalement obtenue par une opération de

laminage ou d’'injection au cours de laquelle les différentes

feuilles en matiere thermoplastique sont soudées ou collées
entre elles et/ou avec le substrat.

Cette feuille intermédiaire support d'antenne entraine

une épaisseur suppiementaire d'environ 130 microns, ce qui

PCT/FR98/02121



CA 02305562 2000-03-30

WO 99/18540 ' PCT/FR98/02121

pose des problemes pour respecter I'épaisseur maximale de
840 microns fixée par la norme ISO.

Par ailleurs, la réalisation de I'antenne sur la feuille
support intermediaire constitue une étape supplémentaire de

s fabrication, ce qui augmente le colt de fabrication tant du
point de vue de la matiére que du point de vue du temps. En
outre, il subsiste le fait que la gravure de I’antenne de cette
maniere s'avere assez onéreuse.

Les antennes sont des bobinages de fil de cuivre en I'air,

10 a l'extremité desquels sont connectés des puces ou des
modules. L'ensemble bobine et module ou puce est appelé
transpondeur.

Pour fabriquer la carte, le transpondeur est inséré entre
au moins deux feuilles thermoplastiques ou deux féuilles

15 thermoplastiques et noyé dans une colle, puis le tout est
tamine. La difficulté d’'emploi de ces transpondeurs pour la
fabrication des cartes du type «sans contact» provient des
problemes de manipulation rencontrés pour la préhension et la
depose precise des transpondeurs sur les feuilles plastiques.

20 Les temps de cycle de fabrication se retrouvent pénalisés
par ce probleme.

Le probleme a la base de l'invention est de réaliser une
carte a puce sans contact ou hybride plus économique tout en
etant performante.

25 Parmi, les techniques de réalisation d'antenne plus
economique, on connait la sérigraphie d’encre conductrice sur,
toutefois cette technique n’est pas adapté au domaine des

' cartes a puce en particulier sans contact. || se pose des

problemes lies au séchage de l'encre et des problémes
30 d'ondulation.
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Les encres disponibles séchent a environ 150°C ce qui
est incompatible avec les matériaux couramment utilisés dans

le domaine de la carte a puce tels le PVC, ABS qui ont une
temperature de ramollissement d'environ 60 °C.

D'autres matériaux tels que le PC et PET ont une
temperature de ramollissement plus élevée d’environ 120° C 3
130° C qui est encore inférieure a la température de séchage

optimal des encres. Ces matériaux sont par contre plus
onereux que les précédents.

La seérigraphie sur des feuilles ou films minces inférieure
d'environ 600 ym sur les matériaux des cartes a puces pose
egalement des problemes d'ondulation de leur surface visibles
a I'oeil nu. On peut en effet observer des ondulations au verso

d'une telle feuille en dessous des spires et qui constituent un

défaut d’'aspect.

D'autre part, pour realiser des antennes performantes il
est necessaire d'avoir la meilleure conductivité possible que
I'on peut obtenir notamment par 'emploi de spires plus larges
et a condition d'avoir un bon séchage.

Le probleme est que la surface disponible pour une
antenne est limitée en raison d'une surface d’embossage

reserveée.

En outre, les encres une fois séchée, ne présentent pas
toutes une tenue en flexion suffisante compatible avec les
normes en vigueur sur |es cartes a puce.

En raison des difficultés ci-dessus, la tendance n’est pas
d'utiliser la serigraphie dans le domaine de la carte & puce
notamment pour realiser des circuits conducteurs de bonne

conductivité sur des films minces tels que des antennes
performantes.

PCT/FR98/02121
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L'invention a donc pour objectif de pallier aux

inconveénients ci-dessus pour réaliser un dispositif electronique
a puce/ et ou antenne économique.

A cet effet, la présente invention a pour objet un procéde
pour la fabrication d'un dispositif électronique a puce et/ou a
antenne, tel qu'une carte a puce sans contact ou hybride ou
etiquette, ledit dispositif électronique comportant au moins une
feuille de décoration ayant une face externe apparente et au
moins une interface comportant une antenne ledit procédé
comportant |'étape suivante selon laquelle on réalise I'antenne
sur une face de la feuille de décoration, opposée a la face
externe apparente, par serigraphie d'une encre conductrice.

Cela permet de simplifier le cycle de fabrication, ce qui
entraine une réduction notable du colt de fabrication. En
outre, grace a l'invention on supprime la feuille support
intermediaire, ce qui permet de réduire notablement
I'epaisseur de la carte et/ou de réserver de I'espace pour loger
des puces ou modules de plus grande épaisseur.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la feuille
comporte une pre-impression graphique et/ou un film de
protection transparent sur sa face externe apparente.

Ceci permet de simplifier I'opération d'impression
puisqu’elle est realisee sur la feuille de protection et non sur
I'ensemble de la carte a puce, évitant ainsi des frais
importants relatif aux rebuts d’'impression

Selon une autre caractéristique, pour réaliser I’antenne
sur ladite feuille de décoration le procédé comprend les étapes

suivantes:

- on fournit une feuille support fine en matériau ayant
une temperature de ramollissement ou de dégradation

inferieure a une température de séchage optimal de I'encre,

PCT/FR98/02121
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- on fournit une encre conductrice comportant un taux de
particules métalliques compris entre environ 60% et 95 % dans

une matrice polymeére et un solvant, ladite encre ayant une

temperature de sechage optimal prédéterminé,

- apres sérigraphie de ladite encre sur ladite feuille
support, on effectue un séchage partiel de I'encre a une
temperature inférieure a ladite température de séchage optimal
de l'encre, L'encre comporte de préférence des particules
d’argent a un taux compris entre 70% et 85%.

On peut ainsi obtenir une antenne aux performances
acceptables par sérigraphie sur des matériaux du domaine de
la carte a puce sans les altérer par |'étape de séchage.

Selan encore une autre caractéeristique de l'invention,
l'on réalise simultanément plusieurs antennes sur une feuille
de décoration de base. Cette feuille est ensuite découpée pour
obtenir les differentes feuilles de décoration avec leur

antenne. On peut ensuite realiser |'assemblage de la carte a
puce.

La realisation simuitanee de plusieurs feuilles de
protection permet de reduire encore le temps de fabrication et

le prix de revient.

Avantageusement, la table de la machine de sérigraphie
est soumise a un traitement de lissage de surface, tel qu'une
anodisation ou un revétement avec du Teflon. .

Cette disposition permet d'éviter la formation de rayures
sur la face imprimee de la feuille de protection.

Selon encore une autre caracteéristique de ['invention,
on fait passer la feuille sérigraphiée dans un four de séchage.
permettant ainsi d'éliminer le solvant et d'obtenir un ruban

conducteur solide formeé de particules conductrices et d'un

liant.

PCT/FR98/02121




WO 99/18540

10

15

20

25

30

CA 02305562 2000-03-30

Avantageusement, on introduit simultanément une
plaque de protection entre le tapis maillé du four de seéchage
et la feuille sérigraphiée.

Ceci permet d'isoler la face externe de la feuille de
protection et de la protéger contre les rayures ou analogues.

On peut également, a cet effet, utiliser un tapis maillé en
matiere plastique, un tapis maillé traité, par exemple en inox
ou des ceintures en ruban plastique.

L'invention a egalement pour objet un dispositif
electronique a puce et/ou a antenne, tel qu'une carte a puce
sans contact ou hybride ou étiquette obtenu par le procédé
seloh l'invention. |l se distingue en ce qu'il comporte une
antenne realisee par seérigraphie sur le verso non apparent.

d’'une feuille de décoration.

Selon une caractéristique, I'antenne comporte des spires
d'inégales largeurs entre ses extrémités de connexion.

Cela permet d'augmenter ou de compenser une

insuffisance de conductibilité d’'une I'encre conductrice sans

~introduire d’inconvénients suppliémentaires notamment de

sechage.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention

ressortiront de la description qui suit, faite a titre illustratif et

nullement limitatif, en se référant aux dessins ci-annexés sur

lesquels:

la figure 1 représente en coupe verticale une carte a

puce de type connu,

la figure 2 représente en coupe verticale une carte &

puce seion la présente invention,

les figures 3 et 4 représentent respectivement le recto et
le verso d'une feuille de base avant I'opération de sérigraphie,

PCT/FR98/02121
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la figure 5 représente le recto de la feuille de base
apres l'opération de serigraphie, et

la figure 6 est une vue de profil correspondant a la
figure 5.

On voit sur la figure 1, une carte a puce du type "sans
contact® ou "hybride" comportant une antenne plane
constituant une interface sans contact. Elle comprend

essentiellement un substrat 10 tel qu'une couche en matiére

isolante, dans lequel est noyé une puce ou un module 12 qui
est connecté a une antenne 14 qui est réalisée sur une feuille
support intermédiaire 16. L'ensemble est protégé par deux
feuilles externes thermopiastiques de protection 18 et 18'. Le
cas echéant, un film de protection transparent peut recouvrir

les feuilles externes.

L'epaisseur du substrat 10 avec la puce ou module 12

est, par exemple, d'environ 400 microns, l'épaisseur des

feuilies externes de protection 18 et 18' est d'environ 200
microns et celle de la feuille intermédiaire 16 avec !'antenne

14 d'environ 130 microns. L'épaisseur maximale de I'ensembie

est de 800 microns, conformément a la norme |SO.

On a repréesenté sur la figure 2, toujours en coupe
longitudinale, une carte a puce selon la presente invention. On

retrouve le substrat 10 avec sa puce ou module 12 et les
feuilles de protection 18 et 18".

Conformément a l'invention, l'antenne 14 est réalisée
sur la face intérieure d'une des feuilles de protection 18,
respectivement 18°.

Ceci permet tout d'abord un gain d'épaisseur d'environ
150 microns. On peut donc ainsi fabriquer, par exemple, des

cartes a puce d'épaisseur inferieure a 800 microns si on le

deésire.

PCT/FR98/02121
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Par ailleurs, il y une feuille de moins a indexer, ce qui

entraine un gain en matiére et en temps pour le prix de
revient.

Dans le cas de cartes a puces sans contact, cela
supprime l'operation de double dépdt (dispense) de matiére
sur les deux faces de la feuille intermédiaire ou de pergcage de
la feuille intermédiaire pour permettre le fluage de la résine 3

travers cette feuille. 1l en résulte un gain important
suppléementaire sur le temps de cycle.

Grace a l'invention, on peut réduire |'épaisseur de la
carte au niveau de la puce ou du module pour une carte sans
contact ; l'interface entre la puce ou le module et I'antenne est
plus éloigneé du centre de la carte a puce,. par conséquent,
pour une épaisseur egale de la puce ou du module, I'épaisseur
de la carte dans cette zone sera mieux contrélée. En
particulier, les points durs de la carte seront plus éloignés des
feuilles extérieures de protection.

L'invention permet aussi d'utiliser des puces ou modules
plus epais et, par suite, par exemple, de supprimer une
opération de réduction d'épaisseur (backlap), par exemple par
fraisage.

Enfin, linvention permet d'éviter les défauts
d'impression dans le cas ou la feuille de protection n'est pas
preimprimée, mais fournie blanche et imprimée aprés Ila
fabrication de la carte.

Avantageusement, comme représenté sur les figures 3 a
6, on realise simultanément plusieurs feuilles supports
d'antenne, par exemple trois, sur une feuille thermoplastique
de base 20 qui comporte sur sa face extérieure 22 trois logos

24 préimprimés et sur la face intérieure 26 de laquelie on

realise trois antennes 28 par sérigraphie.

PCT/FR98/02121
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Cette feuille de base est ensuite découpée pour obtenir
trois feuilles de protection supports d'antenne. Ceci permet de

réduire le colt de fabrication, en particulier en supprimant des

opeérations de mise en place de feuilles de protection
préimprimees.
La carte a puce selon la présente invention peut étre

fabriquee de la maniere suivante.

On imprime trois logos 24 sur |la face arriére de la
feuille thermoplastique de base 20 ; cette impression peut
éventuellement étre protégée par une opération de laminage
d'une couche de protection (overiay) ou par application d'un
vernis.

Bien entendu, si I'on veut fabriquer des cartes a puce
"blanches”™ sans impression, cette premiére opération est
supprimeée.

On passe alors a la réalisation des antennes.

Selon [l'invention, l|la fabrication d'un dispositif
électronique a puce et/ou a antenne, tel qu'une carte a puce
sans contact ou hybride ou étiquette, comportant au moins une
feuille de décoration ayant une face externe apparente (18,
18'), et au moins une interface comportant une antenne (14,
28) comporte I'etape suivante essentielle.

Selon cette etape on realise I'antenne sur une face de la
feuille de decoration, opposee a |la face externe apparente, par
serigraphie d'une encre conductrice.

On peut obtenir ainsi un dispositif élémentaire de base
constitué d'une feuille de décoration ou apte a recevoir une
impression et comportant au moins antenne. D’autres élements
conducteurs peuvent étre realisées de la méme maniére. Des
élements électroniques en particulier une puce ou un module a

puce peuvent étre ulterieurement connectés et/ou enrobés.

PCT/FR98/02121
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Le procede peut comporter en outre une étape selon
laquelle on dispose au moins une couche de matiére isolante
sur ladite face opposée de maniére a recouvrir I’antenne au
moins en partie. Cela conduit a la réalisation d’'un dispositif
électronique notamment du type carte a puce. Des films
supplementaires de protection peuvent également étre ajoutés.

La couche de matiere isolante peut étre réalisée de
diverses manieres et notamment par une opération de
laminage a chaud ou a froid d'une seconde feuille ou par
injection ou pulvérisation.

L'interface constituée par au moins une antenne et/ou

des contacts peut étre connecté a une puce ou un module a
puce préalablement‘ ou posterieurement a la réalisation de la
couche de matiere isolante.

Dans ce dernier cas, les connexions de l!'antenne
peuvent étre accessibles par une reservation d’'accés soit par
un usinage d'un acces.

La feuille de decoration comprend un matériau polymeére

mais peut éventuellement étre réalisée sur tout autre matériau

alterable ou deformable tel une feuille de papier.

Dans un exemple de mise en oeuvre du procédé, la
feuille preimprimée est placée sur la table d'une machine de
sérigraphie, par exemple, de type MPM, avec sa face imprimée
contre la table. Pour eviter la formation de rayures sur le verso
imprime, on fait subir a la table un traitement permettant
d'adoucir la surface de |la table en supprimant les aspérités; on
peut, par exemple, realiser un traitement par anodisation ou un
revétement avec du Teflon.

Par ailleurs, la table de |la machine de sérigraphie est

munie de pions d'indexation rapide qui limitent le glissement

de la feuille sur la surface de |la tabile.

PCT/FR98/02121
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Pendant le cycle de sérigraphie, de I'encre conductrice

est transferee de la surface de |'écran a la feuille de protection

selon le motif de I'antenne, par exemple, en spirale "carrée”
comme represente sur la figure 5.

Lors de cette phase de sérigraphie, pour des résultats
optimaux, il est recommandé de contréler des parameétres
sérigraphiques susceptibles d'agir plus ou moins sur la qualité
du résuitat tels que :

- |'absence de contact entre l'écran et la feuille de
protection,

- la vitesse de la sérigraphie,

- la pression de la serigraphie,

- la nature et la configuration de I'écran de sérigraphie,

- la nature et la geometrie des racles de la machine de

sérigraphie, par exemple en \utilisant des racles en
polyuréethanne.

Les dimensions de |'écran de sérigraphie, par exemple

un ecran de serigraphie toilé, déterminent le nombre

d'antennes pouvant étre realisées sur une méme feuille de
base 20.

Apres l'etape de serigraphie, on extrait I'ensembie de la
feuille avec l'encre liquide de la machine de sérigraphie et on
le transfére dans un four de séchage, tel qu'un four connu
sous la dénomination commerciale OPTIMA.

Lors du passage dans le four, le solvant contenu dans
I'encre conductrice s'evapore et |'antenne prend une forme
solide formeée de particules conductrices et d'un liant. Les
parametres du sechage susceptibles d'influer sur le résultat

sont :

- la temperature des différentes zones du four,

- la duree du séchage et
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- le flux d'air ou d'azote injecté dans le four.

La reproductibilité des antennes aux propriétés

recherchées sans deéformation de la feuille de protection lors

du sechage depend des parametres ci-dessus. La déformation

peut étre induite par une température trop élevée ou un retrait
trop important de I'encre.

Le tapis maille du four est isolé de la feuille de
protection par une plaque de protection plastique introduite
dans le four en méme temps que les feuilles de protection.
Cette plaque de protection protége des rayures la face
imprimeée de la feuille de protection.

On peut aussl, pour realiser cette protection, équiper le
four de séchage d'un tapis maillé en matiere plastique ou traité
ou encore des ceintures en ruban plastique.

La fabrication se continue ensuite de maniere connue
pour la fabrication d'une carte sans contact ou hybride. On
réalise une connexion solide de la puce ou module 12 avec
l'antenne 14 sans déformer ni endommager la face imprimeée
de la feuille de protection.

La derniére opération est un assemblage de carte 3
puce. par laminage a froid ou a chaud ou par injection dans des
conditions qui ne font pas ressortir la trace de I'antenne sur |a
face imprimée de la feuille de protection qui devient une face
visible de la carte finale.

De bons résultats exempts d'ondulations ont été
obtenus avec les conditions opératoires ci-apres sur des
feuilles en PVC ou ABS ou méme en papier:

- Encre: référence D5028 ou E520 de la Société Dupont

de Nemours.

- Tempeérature de sechage optimal de l'encre: environ
150 °C.
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- Temperature du four : 50 a 80 °C.

- Durée de sechage : 3 a 10 mn.

Le procede trouve son intérét de préférence sur des
feuilles d’eépaisseur inférieure a 600 um. De bons résultats ont
été obtenus sur des films polymeéres trés minces d’'épaisseur
allant de 100 ym a environ 15 um.

Dans le cas de feuille ou film en P.C. ou PET, la
température du four peut étre comprise entre 120°C et 130°C.

Pour respecter une zone de la carte réservée a un
embossage tout en conservant la performance de l'antenne, .
liee a sa conductivite, le dispositif électrique ou électronique
de l'invention comporte des spires d’'inégales largeurs entre
ses extrémités de connexion,

De bons resultats ont eté obtenus avec un rapport de

largeur entre les spires les plus larges et les plus étroites
variant de deux a cing, la valeur etroite eétant égale a environ

0,5 mm.

Ainsi, a pu obtenir par exemple une carte a puce munie
d’'une antenne a quatre spires s'étendant le long de ses bords
latéraux. Elle comporte une 2zone étroite pour l|'antenne
s'étendant jusqu’'a 5 mm du bord inférieur de la carte dans
laquelle sont sérigraphiées quatre spires d'environ 0,4 mm
'antenne ayant a ce niveau largeur totale de 4 mm. Par contre,
le long d’autres bords de la carte, notamment le bord opposé
ou le bord adjacent la carte comporte des spires chacune de
largeur égale a environ 1,8 mm, I'antenne ayant a ce niveau
une fargeur de 8 mm.

Cette disposition et forme de I|'antenne permet
d’augmenter ou de compenser une Insuffisance de

conductibilité d'une I'encre conductrice. De surcroit lorsqu’elle
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est partiellement sechée. L'efficacitée de |la communication
radio n'en est pas affectée, une portée de I'antenne égale a 8

mm ayant ainsi ete obtenue.
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REVENDICATIONS

1. Procede pour la fabrication d'un dispositif électronique
a puce et/ou a antenne, tel qu'une carte a4 puce sans contact
ou hybride ou etiquette, ledit dispositif électronique comportant
au moins une feuille de décoration ayant une face externe
apparente (18, 18'), et au moins une interface comportant une
antenne (14, 28) ledit procédé comportant I'étape suivante
selon laquelle on realise 'antenne sur une face de la feuille de
decoration, opposée a la face externe apparente, par
sérigraphie d'une encre conductrice, caractérisé en ce que la
feuille (18, 18', 20) comporte une pré-impression graphique
et/ou un film de protection transparent sur sa face externe
apparente.

2. Procede pour la fabrication d'un dispositif électronique
a puce et/ou a antenne, tel qu'une carte a puce sans contact
ou hybride ou etiquette, ledit dispositif électronique comportant
au moins une feuille de décoration ayant une face externe
apparente (18, 18'), et au moins une interface comportant une
antenne (14, 238) ledit procedé comportant I'étape suivante
selon laquelle on realise I'antenne sur une face de la feuille de
decoration, opposee a Ila face externe apparente, par
serigraphie d'une encre conductrice, caractérisé en ce que

pour realiser I'antenne sur ladite feuille de décoration :

- on fournit une feuille support fine en matériau ayant
une temperature de ramollissement ou de dégradation
inférieure a une température de séchage optimal de I'encre,

- on fournit une encre conductrice comportant un taux de
particules metalliques compris entre environ 60% et 95 % dans
une matrice polymere et un solvant, ladite encre ayant une

tempeérature de séchage optimal prédéterminé,
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- apres serigraphie de ladite encre sur ladite feuille
support, on effectue un séchage partiel de I'encre a une
temperature inférieure a ladite température de séchage optimal

de l'encre,

3 Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que la feuille (18, 18', 20) comporte une pré-impression
graphique et/ou un film de protection transparent sur sa face
externe apparente.

4. Procede selon la revendications 1, caractérisé en ce
que pour realiser I'antenne sur ladite feuille de décoration

- on fournit une feuille support fine en matériau ayant
une temperature de ramollissement ou de dégradation
inferieure a une température de séchage optimal de I'encre,

" - on fournit une encre conductrice comportant un taux de
particules metalliques compris entre environ 60% et 95 % dans
une matrice polymére et un solvant, ladite encre ayant une

temperature de séchage optimal prédéterminé,

- apres serigraphie de ladite encre sur ladite feuille
support, on effectue un sechage partiel de I'encre a une
temperature inférieure a ladite température de séchage optimal
de l'encre,

9. Procede selon l'une des revendications 1 a 4,
caracterise en ce qu'il comporte en outre une étape selon
laquelle on dispose au moins une couche de matiére isolante
sur ladite face opposée de maniére a recouvrir ’antenne au
moins en partie.

6. Procedé selon l'une des revendications 1 a 5,
caractéerisé en ce que la couche de matiére isolante est

realisee par une opeération de laminage a chaud ou a froid

d'une seconde feuille ou par injection ou pulvérisation.
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7. Procédé selon ['une des revendications 1 a 5,
caractérisé en ce que l'on effectue une connexion de

I'interface a une puce ou un module a puce préalablement a la

realisation de la couche de matiere isolante.

8. Procédé selon l'une des revendications 1 a 6,
caractérisé en ce que l'on effectue une connexion de
I'interface a une puce ou un module a puce postérieurement a

la réalisation de la couche de matiere isolante, les connexions

de |'antenne étant accessibles.

9. Procede selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la feuille de décoration comprend un
matériau polymere.

10. Procedé selon I'une des revendications précédentes;
caractérise en ce que l'encre comporte des particules d’'argent
et a un taux compris entre 70% et 85%.

11. Procedé selon I'une des revendications précédentes,
caracterise en ce que ladite feuiile a une épaisseur inférieure
a 600 ym.

- 12. Procede selon l'une des revendications précédentes,
caractérise en ce que ladite feuille a une épaisseur comprise
entre 15 uyum et 100 um.

13. Procedeé selon I'une des revendications précédentes,
caractériseé en ce que la tempeérature de séchage est égale 3
environ 60 °C.

14, Procedé selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la feuille de décoration est en papier.

15. Procedé selon l'une des revendications précédentes,
caracterise en ce que on utilise une machine de sérigraphie
comportant une table ayant subi un traitement de lissage de

surface, tel qu'une anodisation ou un revétement avec du
Téflon.
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16. Procédeé selon I'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l'on fait passer ladite feuille support
dans le four comportant un tapis maillé, et en ce que I'on
introduit simultanement une plaque de protection entre ledit
tapis maille et la feuille support sérigraphiée (20).

17 Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce
que le tapis maille est en matiere plastique ou en inox. '

18. Procéde selon la revendication 16 ou 17, caractérisé
en ce que le four de séchage comporte des ceintures en ruban
plastique.

19. Procedeé selon l'une des revendications précédentes,
caractérisée en ce que l'on realise simultanément plusieurs
antennes sur une feuille de décoration de base et que |'on
découpe ensuite pour obtenir plusieurs feuilles de décoration.

20. Dispositif eélectronique a puce et/ou a antenne, tel
qu’une carte a puce sans contact ou hybride ou eétiquette
obtenu selon le procéde conforme a l'une des revendications
précedentes.

21. Dispositif électronique selon la revendication 20,
caracterisé en ce que l'antenne comporte des spires d'inégales
largeurs entre ses extrémités de connexion. '

22 Dispositif électronique selon l|la revendication 21,
caractérisé en ce que le rapport de largeur entre les spires les

plus larges et les plus étroites varie de deux a cing.
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